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DESCRIPCION

Meétodo de fabricacién de un hilo de seguridad que
tiene un microchip incrustado, un hilo de seguridad y
un documento que comprende el hilo.

La presente invencion se refiere a un método de fa-
bricacién de un hilo de seguridad dotado de un micro-
chip, un hilo de seguridad y un documento que com-
prende el hilo.

Ya se conoce la existencia de un documento co-
mo un billete de banco con un hilo de seguridad que
proporciona una posibilidad de verificar si el billete
es verdadero o no. Un método para fabricar dicho hi-
lo de seguridad se muestra en la Solicitud de Patente
Italiana MI2001A001914. Para el uso publico, dicho
hilo de seguridad permite un examen visual simple.

Sin embargo, existe la necesidad de conseguir un
billete de banco con una informacién legible por me-
dio de una maquina.

La DE 198 33 746 Al revela la existencia de un
hilo de seguridad genérico que comprende un sustra-
to, un material soporte dispuesto sobre el sustrato, un
microchip fijado o al menos parcialmente incrustado
en el material soporte.

La EP-1 254 765 Al muestra otro hilo de seguri-
dad sin ningiin microchip.

El objetivo de la presente invencién consiste en
lograr un método de fabricacién de un hilo de seguri-
dad y de un hilo de seguridad genérico que permitan
una ubicacién variable del microchip a una distancia
variable.

Este objetivo se resuelve mediante el método de
fabricacién de un hilo de seguridad que tenga las ca-
racteristicas de la reivindicacién 1 y mediante el hilo
de seguridad que tenga las caracteristicas de la reivin-
dicacion 9.

La invencién se desarrolla ademads tal como se ha
definido en las reivindicaciones dependientes.

Con el avance continuado de la tecnologfia, en par-
ticular de la técnica de miniaturizacién de los micro-
procesadores, se ha desarrollado un microchip que
tiene una dimensién adecuada para su uso en docu-
mentos de pldstico o de papel.

La ventaja es que la invencion proporciona un mé-
todo para depositar con precision dicho microchip en
un hilo de seguridad y también un hilo de seguridad
que sea capaz de acomodar el microchip. Por tanto el
microchip se queda fijado o incrustado al hilo. La se-
guridad asi conseguida es adecuada para billetes, pa-
saportes o billetes de viaje.

Otra ventaja es que la deposicion del microchip se
puede realizar en un molino de papel durante la pro-
duccién de papel. El hilo de seguridad que tiene el
microchip incorporado se puede introducir en el pa-
pel por medio de un sistema convencional como el
utilizado en un molino de papel.

A continuacion, la invencion se ha descrito en ba-
se a las configuraciones preferidas de la misma con
referencia a las figuras.

Figura 1 Muestra un método de fabricacién de un
hilo de seguridad dotado de un microchip conforme a
una configuracién de la invencion;

Figura 2 muestra una vision estructural de un hilo
conforme a una configuracion de la invencion; y

Figura 3 muestra una visién estructural de un hilo
conforme a otra configuracion de la invencion.

La configuracién que se muestra en la figura 1 se
aplica a la fabricacién de papel en un molino de pa-
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pel, en el que se introduce un hilo de seguridad 1 en
los billetes, por ejemplo. Sin embargo, la invencién
no estd restringida a esta configuracion.

El hilo de seguridad 1 est4 formado por un sustrato
que puede ser una cinta o una pelicula, preferiblemen-
te de poliéster.

En una primera etapa, el sustrato, que habitual-
mente es una pelicula de poliéster transparente o im-
presa, se metaliza al vacio con aluminio y/o cobre etc.
con un grosor de 6 a 50 ym.

Seguidamente, en al menos un lado del sustrato, se
aplica un material soporte apropiado, que puede pasar
rdpidamente (preferiblemente en pocos milisegundos)
de su estado sélido a un estado blando o tipo goma.

Como material soporte se aplica un material ter-
mopldstico que contiene una resina con un punto
de fusién bajo (aproximadamente 70°C), y se pinta,
transfiere o pulveriza con dicho material. Es decir, co-
mo material termopléstico es adecuada aquella cera,
polimero de vinilo, poliuretano o bien cualquier po-
limero o compuesto distribuido en disolventes sobre
una base acuosa o de disolvente, que sea capaz de mo-
dificar su estado, pasando de un estado sé6lido a uno
blando o tipo goma. La cantidad de este material de-
pendera del tipo y de su capacidad para modificar su
estado. Por ejemplo, la cera, los polimeros de vini-
lo, los polimeros o parafinas se pueden disolver en un
barniz a base de disolvente y aplicarse sobre la peli-
cula. Opcionalmente, el material termopléstico puede
ser sometido a un proceso de estampado con rodillo o
a un proceso de impresion por cliché de manera que
el grosor de la deposicion en un estado seco sea de
aproximadamente 10 ym.

Para incrementar la adherencia del material termo-
plastico se puede llevar a cabo un tratamiento especial
para aumentar la adherencia antes de aplicar el mate-
rial termoplastico.

Una vez aplicado el barniz, se seca y proporciona
un sellado de forma que la pelicula se puede cortar en
tiras que tengan un grosor de aproximadamente 0,5
a 6 mm, en particular si el hilo 1 se introduce en el
papel por medio de una técnica de ventanas o de in-
crustacion total.

Alternativamente, la pelicula se mantiene en tama-
flos mds grandes, si la pelicula se transforma en cintas
y, por tanto, se aplica sobre la superficie de otro so-
porte final.

Si el hilo 1 se introduce en el papel junto con el
microchip 2, el hilo 1 tiene preferiblemente un ancho
de 2,5 mm que es necesario para acomodar un micro-
chip 2, ya que un microchip convencional 2 tiene unas
longitudes laterales de 0,5 mm a 1,5 mm.

Después de cortar la pelicula en hilos 1, los hilos
1 se enroscaran alrededor de las bobinas (no se mues-
tra) ya que se utilizan habitualmente para los hilos de
seguridad 1.

El hilo 1 asf arrollado se coloca en unos rodillos
apropiados 3 que comprenden un husillo con motor
que desenrolla el hilo 1 de un modo controlado para
mantener una produccién constante.

Al desenrollar el hilo 1, el hilo 1 se calienta por
medio de un contacto con un cilindro caliente 4. El
método de calentar y de modificar el estado del barniz
puede ser una operaciéon mecénica, por medio de un
contacto del poliéster con una fuente caliente 4, por
ejemplo. Alternativamente, el hilo 1 es irradiado por
un rayo que emite calor como un rayo ldser, un rayo
de infrarrojos o un rayo ultravioleta (no se muestra).
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Considerando la caracteristica termosensible de
las ceras, varios 10 yum de compuesto anteriormen-
te depositados se ablandan (es obvio que el ablanda-
miento se puede efectuar mediante cualquier sistema
de calentamiento)

Después del ablandamiento, el microchip 2 cae de
un distribuidor apropiado 5 sobre el hilo 1, de manera
que el microchip 2 que cae en el hilo 1 es embebido o
incrustado alli mismo.

Una vez se ha depositado el microchip de forma
apropiada, se lleva a cabo un proceso de endureci-
miento del material soporte, preferiblemente enfrian-
do el material soporte. Directamente después del pro-
ceso de enfriamiento por un medio de refrigeracion
por aire 6, el compuesto vuelve a su estado sélido y
sostiene el microchip 2. También en este caso, el pro-
ceso de enfriamiento puede llevarse a cabo de varias
formas.

En este punto, el hilo 1 pasa junto con el micro-
chip 2 al interior de un compuesto de papel 7 cuando
se fabrica el papel.

En este modelo de fabricacién de papel, el inicio
de los impulsos para la caida del microchip 2 desde el
distribuidor 5 y el proceso de enfriamiento son contro-
lados por la deteccién de una arandela correspondien-
te 8 en un cilindro 9 afiligranado, por ejemplo. Asi
pues, el microchip 2 se introduce en un registro con
la filigrana del billete. En cuanto al medio de control,
se puede utilizar cualquier medio convencional en el
campo de la fabricacion del papel.

Dependiendo de la velocidad con la cual se fabri-
ca el papel, y del espesor relativo del barniz, cuando
el barniz estd todavia en el estado tipo goma y ya ha
depositado el microchip 2 encima, se puede usar un
medio de presién (no mostrado) que proporciona dos
capas de goma o bien dos cilindros de goma espa-
ciados uno de otro por un espacio fijado entre medio
de ellos y que comprende el microchip 2 en el barniz
hasta que el microchip 2 es embebido en el mismo.

Como ejemplo numérico, el sustrato de poliéster
puede tener un espesor de 10 um, sobre el cual se de-
posita el aluminio en el vacio con un espesor de 0,2
um. Sobre el aluminio se aplica un barniz protector
de vinilo que tiene un grosor de aproximadamente 2
pm. Sobre la capa protectora, se aplica un barniz ter-
mosensible para obtener una capa de 10 um de barniz
termosensible en estado seco. Como resultado de ello,
el grosor total del hilo 1 es de aproximadamente 22 a
23 ym.

Cuando se activa el barniz termosensible y cuando
el microchip 2 cae sobre €l tiene un grosor de 60 um,
por ejemplo, el microchip 2 se puede incrustar unos
pocos pm.

Luego, el hilo 1 se hace pasar de forma opcional
entre los dos cilindros (no mostrado) del medio de
presién que estdn separados uno de otro un espacio
de 75 um, de manera que dicho microchip 2 se que-
da incrustado durante al menos 8 a 9 um en el barniz
termosensible.

Resulta obvio que los valores numéricos preferi-
dos pueden variar de acuerdo con los materiales que
se utilizan, en particular el material de referencia que
recibird luego el hilo 1 con el microchip 2 incrusta-
do.

La ventaja de la invencién es la posibilidad de ubi-
car el microchip 2 a una distancia variable. Con ello
no es necesario utilizar un depésito de hilos pre-cons-
truido, por ejemplo, que implicaria unos costes ex-
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cesivos. Ademads, el hilo 1 adecuado para acomodar
el microchip 2 y el microchip 2 propiamente son los
mismos para todos los billetes, independientemente
de la clase de billetes. Por otro lado, durante el proce-
so de fabricacion en el molino de papel, los datos o las
sefiales son programables y legibles en una maquina
a partir del hilo de seguridad.

A continuacion, se describiran los modelos de la
estructura del hilo con respecto a las figuras 2 y 3.
Como una alternativa al hilo 1 utilizado en el modelo
de la figura 1, el hilo puede ser del modo siguiente.

La figura 2 muestra un hilo 11 que comprende un
sustrato 12 de poliéster o de polipropileno.

Sobre el sustrato 12, se aplica una capa media 13
que lleva unos caracteres especificos, unos signos, da-
tos o bien cualquier otra informacién, que son ttiles
para una individualizacién de un documento en el cual
se tiene que insertar el hilo 11. La capa media 13 tiene
preferiblemente un grosor de 6 a 50 ym.

La capa media 13 puede comprender un barniz
de tintas coloreadas (rojo, verde, azul, amarillo, por
ejemplo). Los barnices o las tintas se pueden aplicar
de forma secuencial y/o se solaparan parcial o total-
mente. Alternativamente, el barniz o la tinta se mez-
claran con el sustrato de polimero. La capa media 13
puede absorber luz que tenga unas longitudes de onda,
cortas o largas (aproximadamente 360 6 254 nm). La
capa media 13 puede comprender un colorante fluo-
rescente.

Alternativamente, la capa media puede constar de
un barniz o tinta que presentard una variacién croma-
tica conforme al dngulo de difraccién. También en es-
te caso, el barniz o la tinta se pueden aplicar de forma
secuencial y se solapardn parcial o totalmente.

Alternativamente, la capa media 13 puede constar
de una tinta magnética que tenga diferentes coerciti-
vidades mediante la aplicacién de la tinta magnética
de forma continua, discontinua o de algiin modo tipo
SISMA que es una patente Mantegazza.

Alternativamente, la capa media 13 puede com-
prender imdgenes o bien hologramas de cualquier ti-
po, es decir, exelgramas, pixelgramas, matriz de pun-
tos, que se representan bidimensional- o tridimensio-
nalmente.

Alternativamente, la capa media 13 puede com-
prender un material metdlica que se puede aplicar en
el vacio como el aluminio, cobre, niquel, que tenga
una propiedad de reflejo de la luz o un brillo mayor.
Resulta obvio que los materiales metdlicos se pueden
aplicar en diferentes cantidades, grosores y tipos.

La capa media 13 constituida por cualquiera de
los materiales mencionados con interrupciones o in-
cluso una ausencia parcial de material. Los materiales
se pueden aplicar de modo negativo o positivo.

Alternativamente, la capa media 13 puede com-
prender una serie de sustancias para verificar la mag-
netorresistencia o una inductividad como la “Micro
Tag”.
Alternativamente, la capa media 13 puede cons-
tar de un barniz o de una tinta que sea conductora,
transparente (por ejemplo, la polianilina) o visual (por
ejemplo, un barniz o tinta a base de plata).

Sobre la capa media 13, tal como se ha descrito
antes, se aplica un material soporte termosensible 14.
Preferiblemente, el material termosensible 14 es un
termopldstico que tiene un grosor de unos 10 ym.

La figura 3 muestra una visién estructural de un
hilo 21 conforme a otra configuracion de la invencion.

3
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El hilo 21 segun esta configuracién incluye el sus-
trato 22 y la capa media 23 tal como el hilo 11 que se
muestra en la figura 2.

En lugar del material soporte termosensible, se
aplica un material soporte adhesivo o bien un mate-
rial soporte pegamento 24 sobre la capa media 23. El
material soporte adhesivo 24 puede tener un grosor
de unos 8 um. El microchip 2 se adhiere al material
soporte adhesivo 24.

Preferiblemente, se aplica una capa siliconada adi-
cional 25 sobre el material soporte adhesivo 24. La
capa siliconada 25 puede constar de papel con una
densidad de 45 a 90 g/m? o de poliéster con un grosor
de 10 a 20 um. Aunque no se muestra en las figuras, la
capa siliconada 25 se puede aplicar alternativamente
sobre el lado del hilo 21 que es el opuesto al del mate-
rial soporte adhesivo 24. Esto resulta una ventaja es-
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pecialmente cuando el hilo 21 se enrolla alrededor de
una bobina (en general, la capa siliconada 25 también
se puede disponer sobre el material termosensible 24
del hilo conforme a la configuracién que se muestra
en la figura 2).

Alternativamente, un hilo puede comprender tan-
to material soporte 14 termosensible como material
soporte adhesivo 24.

La invencién se ha descrito con respecto a la con-
figuracién preferida. Sin embargo, resulta obvio para
el experto que la invencién pueda ser modificada de
varias maneras. Dichas modificaciones estdn también
en el alcance de proteccién que ha sido definido por
las reivindicaciones.

Por ejemplo, el microchip 2 puede comprender
una antena (no mostrada) para una transmision de da-
tos sin cable.
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REIVINDICACIONES

1. Método para la fabricacién de un hilo o tira
de seguridad (1; 11) que tenga un microchip (2), que
comprenda las etapas de:

aporte de un material soporte (14) sobre un sustra-
to (12, 13);

ablandamiento de dicho material soporte (14),
preferiblemente calentando dicho material soporte
(14);

depdsito de un microchip (2) sobre o al menos par-
cialmente en el material soporte ablandado (14); y

endurecimiento de dicho material soporte (14),
preferiblemente refrigerando dicho material soporte
14).

2. Método para la fabricacién de un hilo de se-
guridad (1; 11) conforme a la reivindicacién 1, en el
que dicho material soporte (14) es un material ter-
mosensible, preferiblemente un material termoplésti-
co que contiene una resina que tiene un punto de fu-
sién bajo, como la cera, polimero de vinilo, poliure-
tano o cualquier polimero o compuesto distribuido en
solventes acuosos o en cualquier disolvente que ten-
ga la propiedad de modificar su estado de sélido a
blando.

3. Método para la fabricacién de un hilo de segu-
ridad (1) conforme a la reivindicacién 1 6 2, en el que
en la etapa de ablandamiento de dicho material so-
porte (14), el material soporte (14) se calienta por un
contacto con un medio calefactor (4) o por radiacién
térmica, preferiblemente por rayos infrarrojos y rayos
ultravioletas o rayos laser.

4. Método para la fabricacién de un hilo de segu-
ridad (1; 11) conforme a una de las reivindicaciones
anteriores, en el que en la etapa de deposicion de di-
cho microchip (2), el microchip (2) cae sobre el mate-
rial soporte ablandado (14) y se sumerge por su pro-
pio peso al menos parcialmente en el material soporte
14).

5. Método para la fabricacion de un hilo de seguri-
dad (1; 11) conforme a una de las reivindicaciones an-
teriores, en el que en la etapa de deposicién de dicho
microchip (2), dicho microchip (2) se coloca sobre el
material soporte (14) y después, cuando el material
soporte (14) todavia estd blando, el microchip (2) se
presiona en el material soporte (14) mediante un me-
dio de presion.

6. Método para la fabricacion de un hilo de segu-
ridad (1; 11) conforme a una de las reivindicaciones
anteriores, que comprende una etapa de enrollado del
hilo de seguridad (1) alrededor de un carrete (9).
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7. Método para la fabricacién de un hilo de segu-
ridad (1; 11) conforme a la reivindicacién 6, donde se
ajusta una sincronizacién del ablandamiento de dicho
material soporte (14), la deposicién de dicho micro-
chip (2) y/o el endurecimiento de dicho material so-
porte (14), de acuerdo con una operacién de enrollado
del carrete (9).

8. Método para la fabricacion de un hilo de seguri-
dad (1) conforme a una de las reivindicaciones 6 6 7,
en el que dicho carrete (9) es un cilindro filigranado
(9) que tiene unas muescas de registro (8) y transpor-
ta el hilo de seguridad (1) en un compuesto de papel
(7), y dicha sincronizacién del ablandamiento de di-
cho material soporte (14), la deposicién de dicho mi-
crochip (2) y/o el endurecimiento de dicho material
soporte (14), se regulan de acuerdo con una deteccion
de dichas muescas de registro (8).

9. Un hilo de seguridad (1; 11; 21) que comprende

Un sustrato (12; 22), preferiblemente de
poliéster;

Un material soporte (14; 24) dispuesto so-
bre el sustrato (12; 22),

Un microchip (2) fijado a o al menos par-
cialmente incrustado en el material soporte
(14; 24),

que se caracteriza porque

el material soporte (14; 24) es un material termo-
sensible o bien un material adhesivo o encolado (24)
que es preferiblemente permanentemente activo, don-
de una capa siliconada (25) es depositada sobre el ma-
terial adhesivo o encolado (24), o bien donde una capa
siliconada (25) se deposita en el lateral del hilo (1; 11;
21) que es el opuesto al material adhesivo o encolado
24).

10. El hilo de seguridad (1; 11; 21) conforme a
la reivindicacion 9, donde el microchip (2) consta de
una antena para la transmisién de datos sin contacto.

11. El hilo de seguridad (1; 11; 21) conforme a la
reivindicacién 9, donde el hilo (1; 11; 21) consta de
una capa media (13; 23) entre el sustrato (12; 22) y
el material suporte (14; 24), que lleva unos caracte-
res especificos, signos, hologramas, datos o cualquier
otra informacién en un medio magnético, medio me-
talico, medio fluorescente, medio impreso o cualquier
otro medio.

12. Un documento, preferiblemente un documento
de papel, que comprende dicho hilo de seguridad (1;
11; 21) conforme a cualquiera de las reivindicaciones
9all.
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